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并购投资 
点评：①芯原新一轮融资，或为上市做准备。 
      ②地平线宣布完成B轮6亿美金左右融资，估值达30亿美金。 
      ③索尔思光电完成新一轮融资以开发下一代技术。 
      ④Dialog收购慧荣科技FCI移动产品线，进军物联网市场。 
 



领域 时间 事件 原因/内容 资金(美元) 

IC设计 2019/03/06 芯原完成新一轮融资 
战略融资。共青城原物投资合伙企业、共青城原厚投资合伙
企业、共青城原载投资合伙企业、共青城原德投资合伙企业、
浦东新产投为投资方。 

  

光子芯片 2019/02/28 
谷歌注资光子芯片创

企Lightmatter 
战略投资。这标志着有一种新类型的硬件可以加速扩大人工
智能的发展空间。 

  

AI 2019/02/27 地平线完成B轮融资 
战略融资。本次融资引入的重要战略伙伴和资源将进一步加
速地平线的研发和商业化步伐，打造On the Horizon的生态型

商业模式。  

6亿 

5G芯片 2019/03/02 
索尔思完成新一轮融

资 

战略融资。利用这笔资金，索尔思在台湾的工厂已经完成升
级，在金坛建立的新工厂也已开始生产运营。其中部分资金
还将投向先进的镀膜技术，从而为快速增长的5G和数据中心

市场提供下一代激光器和收发器。 

超1亿 

PLC 2019/03/08 
博创科技收购美国

Kaiam公司部分资产 

业务拓展。目的是获得PLC芯片等的制造能力，稳定相关产

品的上游供应源，同时获得新的生产研发基地，增强博创科
技在光学芯片和相关器件领域的战略布局，为继续拓展光电
子业务奠定基础。 

0.055亿 

IoT 2019/03/08 
Dialog收购慧荣科技

FCI移动产品线 
业务拓展。进军物联网市场。 0.45亿 



本土产业 

点评：①华为100亿打造上海青浦研发基地。 
      ②地方产业如火如荼，成都、济南、南通、嘉兴等地方产业相继开工。 
      ③常州再添8-12英寸集成电路级硅片项目，设计产能10万片/月。 
       



【华为打造上海青浦研发基地】 

华为上海青浦研发基地近期顺利完成土地摘牌，这标志着华为青浦研发基地项目将进入开工建
设的高速发展阶段。基地总用地面积近100公顷，总投资近100亿元，将打造成全中国乃至全世
界范围内具有领先地位的研发中心。 

【常州再添8-12英寸集成电路级硅片项目】 

3月1日，常州进行了10个重点项目集中签约，涉及高端装备、智电汽车、电子信息等领域，累
计总投资118亿元。此次签约项目包括8-12英寸集成电路级硅片项目，该项目由江苏睿芯晶半导
体科技有限公司投资，项目首期总投资约3亿美金，建设300毫米半导体硅片产能10万片/月。 

【寒武纪落地合肥】 

寒武纪科技将在合肥高新区设立全资子公司，公司旗下智能软件及应用研发板块先落户合肥，
拓展整体业务布局，逐步把合肥打造成公司核心研发中心。 

【成都高新区与中国电信达成战略合作】 

3月7日，成都高新区与中国电信成都分公司达成5G产业战略合作，双方将在成都高新区内共建
5G产业创新平台，加速5G网络建设，打造具有高新特色的5G应用场景，落地5G应用标杆示范项
目，有力助推成都高新区5G产业生态圈和产业功能区建设。 



【中芯宁波特种工艺芯片N2项目开工】 

2月28日，宁波63个项目参加浙江省扩大有效投资重大项目集中开工仪式。这次集中开工的重大
项目，全省共600个，总投资7539亿元，其中，中芯宁波特种工艺N2项目，总投资39.9亿元，项
目建成后将形成年产33万片8英寸特种工艺芯片产能，同期开发高压模拟、射频前端、特种半导
体技术制造和设计服务。 

【山东天岳碳化硅功率半导体芯片项目开工】 

2月27日，山东天岳碳化硅功率半导体芯片研发与产业化项目作为济南114个集中开工项目之一
正式开工。该项目总投资65000万元，项目总占用厂房面积为2400平方米，主要将建设碳化硅功
率芯片生产线和碳化硅电动汽车驱动模块生产线各一条，利用厂区原有厂房的空置区域建设。 

【中晶（嘉兴）半导体12英寸硅片项目开工】 

① 2月28日，浙江省举行全省扩大有效投资重大项目集中开工仪式。包括中晶（嘉兴）半导体
有限公司大硅片生产基地项目等在内的79个重大项目集体迎来“开门红”。 

② 中晶（嘉兴）半导体有限公司年产480万片12英寸硅片项目总投资110亿元，其中一期投资
60.2亿元。 



【江苏南通15.5亿元中科钢研项目开工】 

① 2月23日，江苏南通如东县一季度亿元产业项目集中开工暨中科钢研产业项目开工仪式举行，
此次集中开工的27个项目计划总投资达80.9亿元，涉及工业、服务业等诸多领域。 

② 其中，中科钢研节能科技有限公司投资建设的中科钢研产业项目总投资15.5亿元。项目建
成达产后，可年产石墨烯碳纳米电热膜1200万延米、4英寸N型碳化硅晶体衬底片5万片、6
英寸N型碳化硅晶体衬底片5万片、4英寸高纯度半绝缘型碳化硅晶体衬底片1万片、4/6英寸
碳化硅电力电子芯片6万片。 

【深迪MEMS传感器和芯片生产线项目开工】 

2月25日，2019年安徽省宿州市重点项目集中开工动员大会在高新区中欧工业产业园项目现场
举行，深迪年产12万片晶片MEMS陀螺仪系列惯性传感器和芯片生产线项目等9个项目集中开工，
总投资75亿元。 

【寰泰先进封装测试项目落户锡山】 

2月26日，锡山经济技术开发区与寰泰先进封装测试项目签约仪式隆重举行。寰泰先进封装测试
项目由Well Bright Future公司投资设立,项目位于锡山经济技术开发区东部园区,总用地约340
亩，总投资15亿美元，厂区建成总面积约为34万平方米，项目达产后年预计营业收入可达50亿。 



【SK海力士旗下晶圆代工8英寸非存储晶圆厂封顶】 

2月27日，海辰半导体新建8英寸非存储晶圆厂房项目主厂房举行封顶仪式。海辰半导体项目基
础建设投资3.5亿美元，项目建成后，将用于引入年产126万片8英寸非存储晶圆生产线。 

【河南投资40亿元第5代TFT-LCD面板线开工】 

① 2月18日，河南省重点项目华锐光电第五代薄膜晶体管液晶显示器项目在郑州航空港实验区
举行开工仪式。 

② 华锐光电第五代薄膜晶体管液晶显示器项目总投资40亿元，2019年度投资目标为36亿元，
一期将建设第5代TFT液晶显示面板生产线。 

【安徽国盾首批量子通信设备下线】 

2月22日，安徽国盾量子云数据技术有限公司量子通信首批设备下线仪式在宿州市高新区云计
算基地举行。该项目首批组装和生产的11台（套）量子随机数发生器总价值超过100万，具有光
学模块集成度高、数据处理算法快、随机数生成速率高等特点，实现了技术突破和关键器件国
产化，可大幅提高保密、信息安全、金融、计算等行业内使用随机数的用户价值。 



市场数据 

点评：①2018年全球半导体出货量增长10%，首次突破1万亿。 
      ②2018年全球十大IC设计公司收入排名出炉：高通跌幅最大。 
      ③过去10年全球共淘汰97座晶圆厂，日本关闭的数量最多。 
      ④2023年2.5D/3D封装产业规模达57.49亿美元。 



【2018年全球半导体出货量超过1万亿】 IC
产
业 

① 根据IC Insights的最新数据，包括集成电路和光电子、传感器和离散（OSD）设备在内的
半导体出货量在2018年增长了10%，并首次突破1万亿单位。 

② 预计2019年半导体出货量主要来自O-S-D设备，占70%，而IC则为30%。这个比例在过去几年
中一直保持稳定。2019年增长最快的半导体类别是智能手机、汽车电子系统，以及用于人
工智能、大数据和深度学习的设备。 



【全球半导体市场陷入销售放缓期，但前景仍充满希望】 IC
产
业 

① 根据WSTS数据，今年1月份芯片销售额大幅下降，且是2016年7月以来，芯片单月销售额首
次下降。在前十大IC设计公司中，由于智能手机市场需求疲软，高通下跌幅度最大。 

② 尽管销售放缓，WSTS分析师仍认为该产业的长期前景依旧充满希望，因为消费性产品还有
AI、VR、IoT、5G 和下一代通信网络等的成长动力下，半导体用量只会不断成长。 



【2018年第四季DRAM产值正式反转向下】 

DRAMeXchange调查显示，DRAM报价于2018年第四季开始反转向下，造成DRAM整体产业营收下滑。
由于需求端的库存水位普遍偏高，导致采购力道薄弱，连带使得DRAM供应商的位元出货(sales 
bit)多呈现大幅季衰退。在量价齐跌的压力下，2018年第四季DRAM总营收较上季下滑18.3%。 

IC
产
业 

https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2019/02/25/5c73bca1bcb82.png


【2018年全球十大IC设计公司收入排名出炉，高通跌幅最大】 IC
设
计 

① 据TrendForce的统计，2018年全球前十大IC设计公司收入排名出炉，其中博通、高通和英
伟达分列第一、第二和第三。 

② 值得注意的是，在前十大IC设计公司中，由于智能手机市场需求疲软，高通下跌幅度最大，
营收下降了3.9%。 



【过去10年全球共关闭97座晶圆厂】 IC
制
造 

IC Insights最新报告指出，在过去的十年中（2009-2018年），全球半导体制造商共关闭或重
建了97座晶圆厂。 



【大陆IC晶圆厂产能份额全球排名第五】 IC
制
造 

① IC Insights发表半导体研究报告指出，全球每月安装的数据截至2018年12月，按地理区域
(或国家/地区)划分的晶圆生产能力。中国台湾的晶圆产能占21.8%，略高于2017年的21.3%。 

② 中国大陆的全球晶圆产能占比在2018年增幅最大，从2017年的10.8%上升到2018年的12.5%，
增幅为1.7个百分点。  



【2019全球晶圆代工7nm产值成长200%以上】 IC
制
造 

根据拓墣预计，2019年7nm全球晶圆代工产值将达到2018年产值的3倍以上，除了众所皆知的台
积电会扮演主要推手，三星也传出有望接到英伟达的GPU订单，再加上自家Exynos处理器，以及
过往与高通在手机处理器的合作历史，三星于2019年晶圆代工市场的策略，也成为半导体产业
的观察重点。 



【2018年MEMS市场同比增长13.6%】 IC
制
造 

据调Yole发布，2018年MEMS市场总额在2017年118亿美元基础上增加到134亿，增长13.6%。从
应用端来看，消费类应用仍然占据全球MEMS传感器市场的70%以上，而通信应用虽然总量占比微
小，但是预期增长最快，2017-2023年的CAGR预计达到42%。 



【全球封测业TOP10榜单发布】 IC
封
测 

① 2019年2月，芯思想研究院继推出2017年全球前十大封测公司排名后，再次推出2018年排名。
前十大公司名称和去年没有变化。 

② 2018年全球封测总营收达281亿美元，较2017年增长4.3%，前十大封测公司的收入占OSAT营
收的80.9%，较2017年增加了1.2个百分点。值得庆贺的是，2018年前十大公司都取得了不
同程度的增长。 



【2023年2.5D/3D封装产业规模达57.49亿美元】 IC
封
测 

Yole指出，2023年整体堆叠技术市场将超过57亿美元，年复合成长率(CAGR)为27%，2.5D/3D 
TSV和晶圆级封装技术中，消费市场是最大的贡献者，市场比重超过65%。高效能运算(HPC)是立
体构装技术的真正驱动力，并且将呈现高度成长到2023年，市场占有率从2018年的20%增加到
2023年的40%。汽车、医疗和工业等领域的应用将是主力。 

 



【1月北美半导体出货额创2年新低】 IC
装
备 

SEMI公布的最新出货报告显示，2019年1月北美半导体设备制造商出货额为18.9亿美元，同比
大幅下滑20.8%，创2017年2月来新低。 



【2019年5G手机销量将为670万部】 消
费
电
子 

IDC发布最新市场调研报告称，预计5G设备在2019年内的总体出货量将只有670万部，约占当前
全球总市场0.5%的份额，相当于3G手机出货量的八分之一。预计到了2023年，5G设备的普及率
将会得到大大的提升，将会占据全球总出货量的26%。 



【2019年全球COF Film材料产能维持在37亿片】 显
示
照
明 

根据群智咨询调研数据显示，2019年全球COF Film材料的产能基本维持在37亿片规模，同比小
幅增长4.5％，预计2020年COF Film的产能过将同比大幅增长22％。 



产业合作 

点评：①5G是战略制高点，华为、诺基亚、英特尔等产业巨头竞相开展全球部署。 
       
       
 



领域 合作公司/单位 目的 

5G 诺基亚、韩国电信 
双方已经签署了一份谅解备忘录（MOU），以便共同测试5G技术，包括网络

功能虚拟化和网络切片，进而为企业用户开发新应用及业务模式。 

5G 华为、LG Uplus  韩国运营商LG Uplus和华为联合宣布建立Gbps 5G商用网络。 

5G 华为、阿联酋 
阿联酋最大的电信运营商Etisalat宣布将和华为一起在阿联酋境内部署5G网络，
这是华为5G在海外的又一大新突破。 

5G Naver、KT、Intel  联合成立5G机器人联盟。 



设计制造 

点评：①技术突破：中国电科46所成功制备4英寸氧化镓单晶。 
      ②华润上华发布0.18微米全系列分段式BCD工艺平台。    
      ③MACOM和格芯合作将硅光子技术扩展到超大规模云数据中心和5G网络构建。 

           ④三星宣布量产eMRAM存储器，年底流片1Gb芯片。 



【中国电科成功制备4英寸氧化镓单晶】 

① 近日，中国电科46所经过多年氧化镓晶体生长技术探索，通过改进热场结构、优化生长气
氛和晶体生长工艺，有效解决了晶体生长过程中原料分解、多晶形成、晶体开裂等问题，
采用导模法成功制备出高质量的4英寸氧化镓单晶。  

② 中国电科46所制备的氧化镓单晶的宽度接近100mm，总长度达到250mm，可加工出4英寸晶圆、
3英寸晶圆和2英寸晶圆。经测试，晶体具有很好的结晶质量，将为国内相关器件的研制提
供有力支撑。 

【台积电第二代7nm工艺3月量产，5nm即将试产】 

台积电将于3月开始启动极紫外光(EUV)技术加持的7+ nm制程量产计划，全程使用EUV技术的
5nm制程也即将进入试产阶段。业界预期，苹果在明年将推出的A14处理器，预计会使用台积电
的5nm工艺来生产。 

【华润上华发布0.18微米全系列分段式BCD工艺平台】 

3月5日，华润上华宣布开发出全系列分段式电压的0.18µm BCD工艺平台，该工艺平台广泛应用
于穿戴、手机、电脑、小家电及医疗等产品，可满足客户对不同电压段的需求。 



【新思科技推出全新ARC EM软件开发平台】 

新思科技近日宣布推出全新DesignWare® ARC® EM软件开发平台，加速基于ARC EM处理器的片
上系统(SoC)的软件开发和调试，适用于各种超低功耗嵌入式应用，如IoT、传感器融合和语音
应用。 

【MACOM和格芯将硅光子领域展开合作】 

MACOM和格芯近日宣布战略合作，使用格芯当前一代硅光子产品90WG升级MACOM的创新激光光子
集成电路(L-PIC™)平台，以满足数据中心和5G电信行业的需求。此次合作将利用格芯的300mm
硅制造工艺来提供必要的成本、规模和容量，以期为超大规模数据中心互连和100G、400G及以
上的5G网络部署实现主流L-PIC部署。 



【三星宣布量产eMRAM】 

日前，三星电子宣布，已经全球第一家商业化规模量产eMRAM(嵌入式磁阻内存)，采用的是28nm 
FD-SOI成熟工艺，可广泛应用于MCU微控制器、IoT物联网、AI人工智能领域。 



产品应用 

点评：①美光发布1300系列SSD新品 采用96层3D TLC闪存颗粒。 
      ②士兰微电子推出高精度MEMS硅麦克风系列产品。 

           ③英特尔、紫光展瑞、联发科纷纷推出5G芯片，助推5G发展。 
 



领域 公司/单位 产品及特性 

存储器 美光 
发布了1300 SSD，取代此前的1100系列，最大变化就是3D TLC闪存堆叠层数从32层跃升到了
96层。 

MCU 兆易创新 发布基于Arm® Cortex®-M23内核MCU的后续型号，GD32E231系列超值型MCU新品。 

BAW TI 
推出基于体声波（BAW）的全新嵌入式处理器和模拟芯片，该产品非常适合应用在下一代无线

物联网和通信基础设施的设计中。 

传感器 士兰微 
研发的MEMS硅麦克风近期成功量产，推出了专门为快速增长的消费终端市场开发的高性能
MEMS硅麦克风系列产品。  

存储器 三星 
全球首发量产512GB eUFS3.0闪存芯片，此芯片正是此前发布的三星折叠屏手机Galaxy Fold

所用的存储芯片。 

5G芯片 广和通、英特尔 

发布其首款5G通信模组：Fibocom FG100，内置Intel® XMM™ 8160 5G基带芯片，采用M.2封
装，实现“One World One SKU”的全球统一版本，为全球物联网市场提供5G移动通信解决

方案。 

5G芯片 紫光展锐 发布其首款自主研发的5G通信技术平台——马卡鲁及其首款5G基带芯片——春藤510。 

4G/5G芯片 Signalchip 
经过八年的研究和开发，位于班加罗尔的Signalchip终于在印度推出了首款4G/LTE和5G NR调

制解调器芯片组。 

5G 联发科 
推出5G调制解调器芯片Helio M70在智能家居应用上实现的5G数据传输速率，以及用于联发科
技5G天线阵列的毫米波空中传输测试。 

雷达芯片 岸达科技 
先后发布了16发16收相控阵架构77GHz CMOS毫米波雷达芯片“ADT2001”以及2发2收毫米
波雷达芯片“ADT1002”。 

3D智能视

觉 
盎锐科技 

发布基于瑞芯微Rockchip RK3399Pro+RK1608的ALL IN ONE一体化3D智能视觉开发平台，
UNRE 3DSENZ AIO。  



科技前沿 

点评：①《麻省理工科技评论》2019全球十大突破性技术，菜鸟智能语音助手入选。 
      ②MIT开发出首个碳纳米管混合信号集成电路。 

      ③英特尔推出新款冷冻器，大幅缩短量子比特数据采集时间。 



【《麻省理工科技评论》2019年“全球十大突破性技术”】 



【IBM：量子计算机也能实现摩尔定律】 

据CNET消息，IBM制作了一个路线图，表达出了自己在量子计算领域的野心。IBM在图表的纵轴
上列出了一个单位“量子体积（Quantum Volume）”。这一单位不仅可以测量量子计算机有多
少量子比特（量子比特是衡量数据处理能力的关键指标），还可以测量计算机可以从不稳定的
量子比特中，获得多少数据用量。 



【MIT开发出首个碳纳米管混合信号集成电路】 

近日旧金山举行的IEEE国际固态电路会议上，MIT的科学家展示了第一个碳纳米管混合信号集成
电路，该电路采用碳纳米管作为互联线实现了将存储及和逻辑电路的3D顺序集成。 

SHARC进击：麻省理

工学院的自我修复模

拟采用RRAM和CNFET

技术，被用于在4位电

容数模转换器中制造

碳纳米管运算放大器。  



【日本科学家开发出新型超低功耗原子钟】 

近日，日本东京工业大学、理光公司、产业技术综合研究所的科学家们开发出一种超低功耗原
子钟（ULPAC）。它可用于小型卫星，开启未来“后5G时代”的通信系统。他们提出的设备在多
个基准上超越了目前的工业标准，这些基准包括尺寸、稳定性和功耗。 

“33 mm x 38 mm x 

9 mm”的原子钟原型

（图片来源：东京工

业大学） 



【清华大学在RRAM芯片设计方面取得突破】 

2月20日，在美国旧金山召开的第66届国际固态电路会议（ISSCC 2019）上，清华大学的研究团
队报道了国际首个基于阻变存储器（RRAM）的可重构物理不可克隆函数（PUF）芯片设计，该
芯片在可靠性、均匀性以及芯片面积上相对于之前工作都有明显提升，且具有独特的可重构能
力。 

 

【英特尔推出新款冷冻器】 

为了加速量子计算机的开发，英特尔携手 Bluefors 和 Afore，推出了名叫“低温晶圆探针”
（Cryogenic Wafer Prober）工具。其能够在接近绝对零度的条件下，从量子比特中收集数据。
据悉，这套设备极大地缩短了数据采集所需的时间，有助于显著加快量子计算行业的发展。 

【2018年中国科学十大进展发布】 
近日，科技部基础研究管理中心公布2018年度“中国科学十大进展”。1 基于体细胞核移植技
术成功克隆出猕猴； 2 创建出首例人造单染色体真核细胞； 3 揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗
抑郁机制；4 研制出用于肿瘤治疗的智能型DNA纳米机器人；5 测得迄今最高精度的引力常数G
值；6 首次直接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折；7 揭示水合离子的原子结构和幻
数效应；8 创建出可探测细胞内结构相互作用的纳米和毫秒尺度成像技术；9 调控植物生长—
代谢平衡实现可持续农业发展；10 将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年。 



人事变迁 

点评：①中国电信董事长杨杰调任中国移动董事长。 
      ②曾学忠因个人原因辞任紫光股份董事职务。 

       



【中国电信董事长杨杰调任中国移动董事长】 

据《每日经济新闻》报道，中国电信董事长杨杰近日调任中国移动，担任董事长。中国电信早
晨进行了欢送仪式，杨杰前往隔壁的中国移动办公大楼。 

【艾迈斯半导体新加坡裁员600人】 

艾迈斯半导体公司新加坡公司裁员600人，日前分批遣散了大批外籍厂工。据了解，600名员工
被裁退，均为外籍员工，分别来自中国、马来西亚、泰国等，当中还有部分员工收到回程机票。
据悉，被裁员工均获得公司所给予合理赔偿。 

【曾学忠因个人原因辞任紫光股份董事职务】 

3月8日，紫光股份关于公司董事辞职的公告。公告披露，紫光股份第七届董事会于2019年3月6
日收到公司董事曾学忠先生的书面辞职报告，曾学忠先生因个人原因申请辞去公司董事和董事
会下设审计委员会委员职务。 



焦点关注 

点评：①华为大反击：正式宣布起诉美国政府。 
      ②科创板规则定案，最快7月启航。 

       



【华为起诉美国政府】 

① 近日，华为宣布对美国政府提起诉讼，对《2019年国防授权法》（“NDAA”）第889条是否
符合宪法规定发出挑战。华为希望获得如下救济措施：法院判定NDAA中针对华为的限制措
施违反宪法，同时颁发永久性禁令，禁止实施该限制措施。 

【科创板正式登场】 

近日，证监会正式发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公
司持续监管办法（试行）》，自公布之日起实施。换言之，企业即日可以按照上市审核和注册
程序向有关部门递交申报材料。 

据分析，科创板作为上交所新设立的独立板块，有三点重要突破：第一，允许尚未盈利的公司
上市；第二，允许不同投票权架构的公司上市；第三，允许红筹和VIE架构企业上市。 

这对于国内“苦利润苦上市久矣”的IC企业来说，无疑又多了一个上市融资的好选择。对于
PE/VC们，亦提供了新的退出渠道。 



专利要闻 
点评：①折叠手机、AR、显示器等领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。 
       
       

 

 



类别 公司/单位 事件内容 

新专利 苹果 新专利：AR头戴设备与iPhone配合使用。 

新专利 苹果 新专利：MacBook 可在打字时进行健康检测。 

新专利 苹果 新专利：可发声屏幕iPhone有戏。 

新专利 苹果 申请折叠屏专利：加热屏幕防止低温损坏。 

新专利 苹果 新专利曝光：3D 扫描以及基于手势的用户界面。 

新专利 三星 三星电子为全无线电视申请专利。 

新专利 中兴 可折叠屏手机专利曝光：垂直向内折叠。 

新专利 OPPO 折叠手机专利渲染图曝光：弹出摄像头是亮点。 

纠纷 AMD 可变着色比率技术专利曝光：通过选择性渲染提高帧数。 

纠纷 华为 手机新专利：采用前置摄像头弹出式设计。 

纠纷 LG 新专利：可拉伸显示器能向各方向延伸。 

数据 中国 彭博2019年最具创新力国家：中国首超英国排名第16 专利与教育研发亮眼。 



SIIP CHINA 
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。 
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